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Diplomová práce se zabývá otázkou moderního čištění v elektrotechnice. Byl vytvořen 
ucelený pohled na ekologické hodnocení čistícího procesu z hlediska legislativy. Pro testování 
čistících procesů byl v zázemí společnosti PBT Rožnov p.R., s. r. o. vyvinut testovací vzorek 
a optická metoda vyhodnocení. Dále se práce věnuje jednotlivým konfiguracím postřikových 
systémů (SWASH, prototyp SWASH, super SWASH). Vývojovými zkouškami byla 
provedena analýza parametrů postřikových systémů a paralelně probíhal vývoj postřikové 
myčky super SWASH. Výsledná aplikace optické metody vyhodnocení nám umožňuje 




Diploma thesis is concerned with a theme of a modern cleaning process in electrical 
industry. There is shown a general view on ecological evaluation of the cleaning process, 
represented by the law. By the help of PBT Rožnov p. R., s. r. o. were designed and 
developed the test element and the optical evaluation method for testing the cleaning process. 
Further there are described different configurations of cleaning spray systems (SWASH, 
prototyp SWASH, super SWASH). By the development trial were analysed parameters of 
spray systems and simultaneously was developed the super SWASH spray system. Optical 
evaluation method, which allows detailed comparison, was applied on the outputs of above 
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